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一种铜锡复合球形颗粒粉末及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种铜锡复合球形颗粒粉末，

包括颗粒粉末，所述颗粒粉末呈球形或近球形，

所述颗粒粉末由铜粒子和锡粒子组成，所述铜粒

子和所述锡粒子通过粘结剂连接。本发明采用上

述结构的一种铜锡复合球形颗粒粉末，可以降低

激光热输入，有利于降低构件的内应力，提高了

增材制造青铜构件的性能。
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1.一种降低激光热输入的增材制造用铜锡复合球形颗粒粉末，其特征在于：包括颗粒

粉末，所述颗粒粉末呈球形或近球形，所述颗粒粉末由铜粒子和锡粒子组成，所述铜粒子和

所述锡粒子通过粘结剂连接；上述铜锡复合球形颗粒粉末的制备方法，包括以下步骤：

（1）原料准备：将采用激光雾化方法制备的超细铜粉、超细锡粉备好待用，超细铜粉和

超细锡粉的粒径均为0.5‑1μm，超细铜粉与超细锡粉的质量比为9：1，然后准备分散剂和粘

结剂待用，粘结剂的质量百分含量为2‑10%，分散剂的质量百分含量为1%；

（2）浆料制备：将上述原料加入到水中，固含量为50‑80%，用磁力搅拌器搅拌0.5‑2小

时，得到均匀的浆料；

（3）喷雾干燥：将上述浆料引入喷雾干燥剂中进行喷雾干燥，风机压力为2‑5Bar，出口

温度为150‑250℃、喷嘴直径为1‑3mm；

（4）粉末后处理：从喷雾干燥机中收集粉末，将粉末铺放在不锈钢盘中，将不锈钢盘置

于加热炉内热处理，加热炉的加热温度为150‑200℃，热处理时间为0.5‑5h，真空或氢气保

护，将热处理后的粉末筛分，选用200目筛网去除大粒径颗粒，再用800目筛网去除小粒径颗

粒，得到20‑80μm的颗粒粉末。
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一种铜锡复合球形颗粒粉末及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及增材制造用锡青铜粉末材料技术领域，尤其是涉及一种铜锡复合球形

颗粒粉末及其制备方法。

背景技术

[0002] 锡青铜材料具有好的导热、导电、耐磨、耐腐蚀以及良好的延展性等特点，被广泛

应用于散热、电力、轴承、管道等领域。但随着应用端对结构零部件的设计越来越复杂，传统

的加工工艺已无法满足部分零件的加工。增材制造技术材料利用率高、成形效率快等特点，

在成形复杂结构的青铜零部件方面有巨大的潜力。然而，由于铜对光的反射率高、导热性高

等，激光增材制造过程中激光能量吸收率低，难以持续熔化，导致零件成形效率低，使用性

能差，冶金质量难以控制。鉴于以上原因，设计一种铜锡复合球形颗粒粉末及其制备方法是

很有必要的。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种铜锡复合球形颗粒粉末及其制备方法，可以降低激光热

输入，有利于降低构件的内应力，提高了增材制造青铜构件的性能。

[0004] 为实现上述目的，本发明提供了一种铜锡复合球形颗粒粉末，包括颗粒粉末，所述

颗粒粉末呈球形或近球形，所述颗粒粉末由铜粒子和锡粒子组成，所述铜粒子和所述锡粒

子通过粘结剂连接。

[0005] 优选的，所述颗粒粉末的粒径为20‑80μm。

[0006] 优选的，所述颗粒粉末中的铜粒子和锡粒子的直径均为0.5‑5μm。

[0007] 一种铜锡复合球形颗粒粉末的制备方法，包括以下步骤：

[0008] (1)原料准备：将采用激光雾化方法制备的超细铜粉、超细锡粉备好待用，然后准

备分散剂和粘结剂待用；

[0009] (2)浆料制备：将上述原料加入到水中，用磁力搅拌器搅拌0.5‑2小时，得到均匀的

浆料；

[0010] (3)喷雾干燥：将上述浆料引入喷雾干燥剂中进行喷雾干燥；

[0011] (4)粉末后处理：从喷雾干燥机中收集粉末，将粉末铺放在不锈钢盘中，将不锈钢

盘置于加热炉内热处理，真空或氢气保护，将热处理后的粉末筛分得到20‑800μm的颗粒粉

末。

[0012] 优选的，所述步骤(1)中的超细铜粉和超细锡粉的粒径均为0.5‑5μm。

[0013] 优选的，所述步骤(1)中的粘结剂为聚乙烯醇，分散剂为聚乙二醇。

[0014] 优选的，所述步骤(2)中原料包括超细铜粉、超细锡粉、分散剂和粘结剂，使用天平

称取，其中超细铜粉与超细锡粉的质量比为9:1，粘结剂的质量百分含量为2‑10％，分散剂

的质量百分含量为1％。

[0015] 优选的，所述步骤(2)中将原料加入到水中，固含量为50‑80％。
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[0016] 优选的，所述步骤(3)中喷雾干燥的风机压力为2‑5Bar，出口温度为150‑250℃、喷

嘴直径为1‑3mm。

[0017] 优选的，所述步骤(4)中加热炉的加热温度为150‑200℃，热处理时间为0.5‑5h，将

经过热处理后的粉末进行筛分，选用200目筛网去除大粒径颗粒，再用800目筛网去除小粒

径颗粒，得到20‑80μm的颗粒粉末。

[0018] 因此，本发明采用上述结构的一种铜锡复合球形颗粒粉末及其制备方法，可以降

低激光热输入，有利于降低构件的内应力，提高了增材制造青铜构件的性能。

[0019] 下面通过附图和实施例，对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

附图说明

[0020] 图1为本发明一种铜锡复合球形颗粒粉末的结构示意图；

[0021] 图2为本发明一种铜锡复合球形颗粒粉末的SEM图。

具体实施方式

[0022] 本发明提供了一种铜锡复合球形颗粒粉末，包括颗粒粉末，所述颗粒粉末呈球形

或近球形，颗粒粉末的粒径为20‑80μm，所述颗粒粉末由铜粒子和锡粒子组成，所述铜粒子

和所述锡粒子通过粘结剂连接。颗粒粉末中的铜粒子和锡粒子的直径均为0.5‑5μm。

[0023] 一种铜锡复合球形颗粒粉末的制备方法，包括以下步骤：

[0024] (1)原料准备：将采用激光雾化方法制备的超细铜粉、超细锡粉备好待用，超细铜

粉和超细锡粉的粒径均为0.5‑5μm，超细铜粉与超细锡粉的质量比为9:1，然后准备分散剂

和粘结剂待用，粘结剂的质量百分含量为2‑10％，分散剂的质量百分含量为1％；

[0025] (2)浆料制备：将上述原料加入到水中，固含量为50‑80％，用磁力搅拌器搅拌0.5‑

2小时，得到均匀的浆料；

[0026] (3)喷雾干燥：将上述浆料引入喷雾干燥剂中进行喷雾干燥，风机压力为2‑5Bar，

出口温度为150‑250℃、喷嘴直径为1‑3mm；

[0027] (4)粉末后处理：从喷雾干燥机中收集粉末，将粉末铺放在不锈钢盘中，将不锈钢

盘置于加热炉内热处理，加热炉的加热温度为150‑200℃，热处理时间为0.5‑5h，真空或氢

气保护，将热处理后的粉末筛分，选用200目筛网去除大粒径颗粒，再用800目筛网去除小粒

径颗粒，得到20‑800μm的颗粒粉末。

[0028] 以下通过附图和实施例对本发明的技术方案作进一步说明。

[0029] 实施例

[0030] 一种铜锡复合球形颗粒粉末的制备方法，包括以下步骤：

[0031] (1)原料准备：将采用激光雾化方法制备的超细铜粉、超细锡粉备好待用，超细铜

粉和超细锡粉的粒径均为1μm，超细铜粉与超细锡粉的质量比为9:1，然后准备聚乙烯醇和

聚乙二醇待用，聚乙烯醇的质量百分含量为8％，聚乙二醇的质量百分含量为1％；

[0032] (2)浆料制备：将上述原料加入到水中，固含量为80％，用磁力搅拌器搅拌2小时，

得到均匀的浆料；

[0033] (3)喷雾干燥：将上述浆料引入喷雾干燥剂中进行喷雾干燥，风机压力为3Bar，出

口温度为200℃、喷嘴直径为2mm；
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[0034] (4)粉末后处理：从喷雾干燥机中收集粉末，将粉末铺放在不锈钢盘中，将不锈钢

盘置于加热炉内热处理，加热炉的加热温度为200℃，热处理时间为4h，真空或氢气保护，将

热处理后的粉末筛分，选用200目筛网去除大粒径颗粒，再用800目筛网去除小粒径颗粒，得

到20‑800μm的颗粒粉末，颗粒粉末由铜粒子1和锡粒子2组成。

[0035] 因此，本发明采用上述结构的一种铜锡复合球形颗粒粉末及其制备方法，可以降

低激光热输入，有利于降低构件的内应力，提高了增材制造青铜构件的性能。

[0036] 最后应说明的是：以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其进行限制，

尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依

然可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换，而这些修改或者等同替换亦不能使修

改后的技术方案脱离本发明技术方案的精神和范围。
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